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LASERKRISTALLISATION Si AUF GLAS –  
VON DER MIKROELEKTRONIK BIS ZUR SENSORIK 
Dr. Paul Harten, Dr. Sven Kühnapfel, Berlin, 28.03.2019 
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Kernkompetenz Kristallisation – Laser und Video in Kooperation mit LIMO 
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20+ JAHRE KNOW HOW IN DEPOSITION UND KRISTALLISATION 

Hochwertiges Silizium 
 

hohe Reinheit 
hohe Mobilität 
große Körner 

Hochwertiger Prozess 
 

wählbare Dicke  
hohe Homogenität 

hohe Rate 
H2 - frei 

 
 

Multi-Industrie 
 

Photovoltaik 
Mikroelektronik  

Flat Panel Display  

umweltverträglich 
  

geringe Wartung  
wenig Material 
wenig Energie 

 

Massenproduktion 
 

Inline-Anlagen 
skalierbare Prozesse 

große Fläche  
(> gen 9) 

Vorteile und Alleinstellungsmerkmale Si Liquid Phase Crystallisation (LPC-Si) 
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Inwieweit eignet sich LPC-Si für ein HZB-Spin-Off? 
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Displays 

Smart glass 

Microfluidics 

Microelectronics 

Sensors 

HELMHOLTZ INNOVATION AND FUNDING PROGRAMS 
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LPC-Si-Anwendungen nach Wertschöpfungsstufen 

Metall-, Halbleiter-, und Kristallschichten 

Flexible / gedruckte Elektronik, Annealen, Sintern  

Lithium-Ionen-Batterien 

Solarmodule 
Flachbildschirm-Backplanes 
Rohmaterial für Sensoren und MEMS 
 

POLYKRISTALLINE SILIZIUMSCHICHTEN 

AMORPHE SILIZIUMSCHICHTEN 

THERMISCH VEREDELTE SCHICHTEN 

BESCHICHTUNGEN 

Grafik: slidehunter.com 
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LPC-Si-Anwendungen nach Nutzen - Methodik  

TECHNOLOGY COMPETENCE LEVERAGE* (TCL) 

* Nach Prof. Peter Keinz, Uni Wien 
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LPC-Si-Anwendungen nach Nutzen - Auswertung  

4 
Anwen-

dungen mit 
nachweis-

barem 
Nutzen  

5 
Markt-
studien 

44 
potenzielle 

Anwen-
dungen 

LPC-SI TCL STUDIE 
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Wertschöpfungsansatz: Substitution Poly-Si in MEMS-Drucksensoren 
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Wertschöpfungsansatz: Substitution Poly-Si in MEMS-Drucksensoren 
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Standard MEMS Drucksensor LPC MEMS Drucksensor 

Dicke 1...10 µm Dicke 0,2 ... 70 µm, großkörnig 
polykristallines Silizium 

Materialqualität oft zu hoch für 
Drucksensoren 

Materialqualität genau passend 
für Drucksensoren 

Viele Prozessschritte(CMOS) Wenig Prozessschritte 

Marktpreis $0,1 ... > $5 Möglicher Preis $? 

deposition crystallization 

VORTEILE DER LPC TECHNOLOGIE 
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Wertschöpfungsansatz: Substitution von Si-Wafern (Mikroelektronik) 

300 mm Standard 
Silizium Wafer 

300 mm „LPC Wafer“ 

Dicke 0,8 mm, 
massives kristallines 
Silizium 

Dicke 0,2 ... 70 µm, 
großkörnig polykristallines 
Silizium 

Materialqualität zu hoch 
für (Dünnschicht-) 
Transistoren 

Materialqualität genau 
passend für 
(Dünnschicht)-
Transistoren 

Marktpreis $74 Möglicher Preis $? 

deposition crystallization 

VORTEILE DER LPC TECHNOLOGIE 
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VORTEILE DER LPC TECHNOLOGIE 

TFT-BACKPLANE 

deposition crystallization TFT-fabrication 

Wertschöpfungsansatz: Substitution Poly-Si-Backplanes in Displays 

Standard LTPS LPC LTPS 

Ausheizen um H2-Gehalt zu 
reduzieren 

Kein Ausheizen nötig 

Excimer laser annealing: feste 
Korngröße 

Korngröße einstellbar 

Excimer laser: hohe  
Anschaffungskosten 

Diodenlaser: geringe 
Anschaffungskosten 

Excimer laser: hohe 
Betriebskosten 

Diodenlaser: geringe 
Betriebskosten 
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Wie schließen wir die Validierungslücke? 
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Validierung mit Förderprojekten und/oder Industriekooperationen? 
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VORGEHEN ABHÄNGIG VON AUSGANGSSITUATION KOMBINIERBAR 
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Förderprojektbeispiel UP-LLPC 
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UP-LLPC  UPSCALING OF LASER LIQUID PHASE CRYSTALLIZATION 

Aufskalierung von industriellen Fertigungsprozessen zur laserbasierten  
Flüssigphasenkristallisation von Silizium-Solarmodulen.  
 
• LIMO GmbH (Projektleitung) 
• Forschungszentrum Jülich 
• HZB 

 
Laufzeit 01.12.2016 – 30.11.2019 
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DANKE FÜR  
IHR INTERESSE ! 
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